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Общество с ограниченной ответственностью "Буёк"
Форма

собственности
:

Общество с ограниченной ответственностью "Буёк"

Регион Москва

Телефон (926) 560-27-55

ИНН 7702758750

ОГРН 1117746272390

ОКПО 91457248

ОКАТО 45286570000

Расшифровка
ОКАТО

Мещанский

Сведения о видах экономической деятельности 
Код ОКВЭД Тип Наименование вида деятельности

72 Группа Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий

72.6 Основной Прочая деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий

Реестр недобросовестных плательщиков

Общество с ограниченной ответственностью "Буёк" не состоит в реестре недобросовестных
поставщиков.

Арбитражная практика

Общество с ограниченной ответственностью "Буёк" не принимает участия в судебных тяжбах.
Государственные контракты

Общество с ограниченной ответственностью "Буёк" не участвует в государственных
контрактах.

Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании Общество с
ограниченной ответственностью "Буёк" базируются на основе информации, взятой только из
официальных государственных источников. Правовые основания распространения
информации.
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Регистрация и внесение информации о предприятии Общество с ограниченной
ответственностью "Буёк" в ЕГРЮЛ были произведены 08.04.2011. Компания Общество с
ограниченной ответственностью "Буёк" зарегистрирована по адресу 127051, г Москва, пер
Малый Сухаревский, д 9, стр 1, этаж 2, пом I, комн 56 а и специализируется на Прочая
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 7702758750, ОГРН
1117746272390, ОКПО 91457248.


